CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 19.040; 31.190 Duben
2005

Zkousent vlivli prostredi - CSN

Cast 2-58: Zkousky - Zkouska Td: Metody zkousSeni EN 60068-2-58
soucastek pro povrchovou montéz (SMD) - ed. 2

pajitelnost, odolnost proti rozpousténi metalizace

a proti teplu pri pajeni 34 5791

idt IEC 60068-2-58:2004

Environmental testing -

Part 2-58: Tests - Test Td: Test methods for solderability, resistance to dissolution of metallization and
to soldering heat

of surface mounting devices (SMD)

Essais denvironnement -

Partie 2-58: Essais - Essai Td: Méthodes d’essai de la soudabilité de la résistance, de la métallisation a
la dissolution

et de la résistance a la chaleur de soudage des composants pour montage en surface (CMS)

Umweltprafungen -

Teil 2-58 Prufungen - Prifung Td: Prufverfahren fur Lotbarkeit, Widerstandsfahigkeit gegenuber
Auflosen der

Metallisierung und Lotwarmebestandigkeit bei oberflachenmontierbaren Bauelementen (SMD)

Tato norma je ¢eskou verzi evropské normy EN 60068-2-58:2004 v¢etné opravy EN
60068-2-58:2004/Cor.:2004-12. Evropska norma EN 60068-2-58:2004 ma status Ceské technické
normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60068-2-58:2004 including its
Corrigendum EN 60068-2-58:2004/Cor.:2004-12. The European Standard EN 60068-2-58:2004 has the
status of a Czech Standard.

Nahrazeni pfedchozich norem

S G¢innosti od 2007-09-01 se ruéi CSN EN 60068-2-58 (34 5791) z ledna 2000, kterd do uvedeného
data plati soubézné s touto normou.



© Cesky normaliza&ni institut, 2005

72897
Podle zdkona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnoZzovany
a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni predmluva
Upozornéni na pouZzivani této normy

Soub&zné s touto normou se miize pouzivat do 2007-09-01 dosud platnéd CSN EN 60068-2-58 (34
5791) Zkoudeni vlivl prostiedi - Cast 2-58: Zkousky - Zkouska Td: Metody zkouseni sou¢astek pro
povrchovou montaz (SMD) - pajitelnost, odolnost proti rozpousténi metalizace a proti teplu pfi pajeni z
ledna 2000 v souladu s pfedmluvou k EN 60068-2-58:2004.

Zmeény proti pfedchozi normé

V porovnani s predchozim vydanim je rozsifen rozsah platnosti normy tak, aby zahrnul téz
bezolovnaté pajeci slitiny jako doplnék ke stavajicim eutektickym a témér eutektickym slitinam cin-
olovo (podle toho byla zménéna struktura dokumentu). Byla doplnéna definice pajitelnosti a odolnosti
SMD proti teplu pfi pajeni. Je specifikovan teplotni profil pro pretaveni pro odolnost proti teplu pfi pajeni
za pouziti bezolovnaté pajky. Byla doplnéna pfiloha C, ktera umoznuje rychly prehled zkusebnich
podminek.

Citované normy

IEC 60068-1:1988 zavedena v CSN EN 60068-1:1997 (34 5791) Zkouseni vlivil prostfedi. Cast 1: Véeobecné
a navod (idt EN 60068-1:1994; idt IEC 68-1:1988)

IEC 60068-2-20:1979 zavedena v CSN 34 5791-2-20:1992 Elektrotechnické a elektronické vyrobky.
Zékladni zkousky vlivu vnéjsich Cinitell prostiedi. Cast 2-20: Zkouska T: Pajent (idt HD 323.2.20 53:1988,
eqv IEC 68-2-20:1979)

IEC 60194:1999 zavedena v CSN IEC 60194:2000 (35 9002) Navrh, vyroba a osazovani desek s plosnymi
spoji - Terminy a definice

IEC 60749-20:2002 zavedena v CSN EN 60749-20:2003 (35 8799) Polovoditové soucastky - Mechanické a
klimatické zkousdky - Cast 20: Odolnost v plastu zapouzdfenych SMD sou¢astek proti kombinovanému
plsobeni vihkosti a tepla pri pajeni (idt EN 60749-20:2003)

IEC 61190-1-1:2002 zavedena v CSN EN 61190-1-1:2003 (35 9320) Pfipojovaci materialy pro
elektronickou montéz - Cast 1-1: PoZzadavky na péjeci tavidla pro vysoce kvalitni propojovani v
elektronické montazi (idt EN 61190-1-1:2002)

IEC 61190-1-2:2002 zavedena v CSN EN 61190-1-2:2003 (35 9320) Pfipojovaci materiély pro
elektronickou montéaz - C4st 1-2: PoZadavky na pajeci pasty pro vysoce kvalitni propojovani v



elektronické montdazi (idt EN 61190-1-2:2002)

IEC 61190-1-3:2002 zavedena v CSN EN 61190-1-3:2003 (35 9320) Pfipojovaci materialy pro
elektronickou montéz - Cast 1-3: Pozadavky na pajeci slitiny pro elektroniku a na tavidlové a
beztavidlové tuhé pajky pro pajeni v elektronice (idt EN 61190-1-3:2002)

IEC 61191-2:1998 zavedena v CSN EN 61191-2:1999 (35 9041) Osazené desky s plodnymi spoji - Cast
2: Dil¢i specifikace - Pozadavky na sestavy pajené povrchovou montazi (idt EN 61191-2:1998)

IEC 61249-2-7:2002 zavedena v CSN EN 61249-2-7:2003 (35 9062) Materialy pro desky s plodnymi
spoji a dalsi propojovaci struktury - Cést 2-7: Vyztuzené platované a neplatované zékladni materidly -
Médi platované laminatové desky z vrstveného tkaného E-skla, impregnovaného epoxidovou
pryskyfici, s definovanou horlavosti (zkouska vertikalniho horeni) (idt EN 61249-2-7:2002)

IEC 61760-1:1998 zavedena v CSN EN 61760-1:1999 (35 9310) Technologie povrchové montéze - Cast
1: Standardni metoda specifikovani soucastek pro povrchovou montaz (SMD) (idt EN 61760-1:1998)

Informativni Udaje z IEC 60068-2-58:2004

Mezinarodni norma IEC 60068-2-58:2004 byla pfipravena technickou komisi IEC TC 91: Technologie
elektronické montaze.

Text této normy vychazi z téchto dokumentd:

FDIS Zprava o hlasovani
91/447/FDIS 91/459/RVD

UpIné informace o hlasovani pfi schvalovani této normy je mozné nalézt ve zpravé o hlasovani
uvedené v tabulce.
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Tato publikace byla navrzena ve shodé se Smérnicemi ISO/IEC, Cést 2.

Komise rozhodla, Ze obsah této publikace se nebude ménit az do konecného data vyznaceného na
internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v terminu prisluSejicimu dané publikaci. K tomuto datu
bude publikace

Znovu potvrzena,

zrusena,

nahrazena revidovanym vydanim, nebo
- zmeénéna.
Dvojjazy¢na verze mlze byt vydana pozdéji.

Vysvétlivky k textu prevzaté normy

anglicky termin | pouzivané terminy | pouzity termin




solder powder . pajkovy prasek pajkovy prasek
pajeci prasek

weight percentage |- hmotnostni zlomek (CSN 1SO 31-0) hmotnostni zlomek
: m/m
hmotnostni procenta

Upozornéni na narodni poznamky

Do predmluvy evropské normy byla dopinéna narodni poznamka, kterd upozorfiuje na zapracovani
opravy evropské normy, spocivajici v opravé termint dop a dow a zpresnujici narodni poznamka v
bibliografii..

Vypracovani normy

Zpracovatel: Anna Jurdkova, Praha, IC 61278386, RNDr. Karel Jurék, CSc.

Technicka normaliza¢ni komise: TNK 102 Soucastky a materidly pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Zuzana Nejezchlebové, CSc.
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EVROPSKA NORMA EN 60068-2-58
EUROPEAN STANDARD Rijen 2004

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 19.040; 31.190 Nahrazuje EN 60068--
-58:1999

Zkouseni vlivll prostredi

Cést 2-58: Zkousky - Zkouska Td: Metody zkouseni sou¢astek pro

povrchovou montaz (SMD) - pajitelnost, odolnost proti rozpousténi
metalizace a proti teplu pfi pajeni

(IEC 60068-2-58:2004)

Environmental testing

Part 2-58: Tests - Test Td: Test methods for solderability, resistance to
dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices
(SMD)

(IEC 60068-2-58:2004)



Essais denvironnement Umweltprafungen

Partie 2-58: Essais - Essai Td: Méthodes Teil 2-58: Prufungen - Prafung Td:
dessai Prufverfahren

de la soudabilité de la résistance, de la fur Lotbarkeit, Widerstandsfahigkeit
métallisation a la dissolution et de la gegeniber

résistance Auflésen der Metallisierung und

a la chaleur de soudage des composants pour Lotwarmebestandigkeit bei

montage en surface (CMS) oberflachenmontierbaren Bauelementen
(CEI 60068-2-58:2004) (SMD)

(IEC 60068-2-58:2004)

Tato evropska norma byla schvalena CENELEC 2004-09-01. Clenové CENELEC jsou povinni splnit
Vnitfni predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se musi této evropské
norme bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyzadani v Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve trech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a
kterou notifikuje Ustfednimu sekretariatu, mé stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CENELEC jsou narodni elektrotechnické komitéty Belgie, Ceské republiky, Danska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Italie, Kypru, Litvy, LotySska, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Recka, Slovenska, Slovinska, Spojeného kralovstvi,
©panélska, ©védska a ©vycarska.

CENELEC
Evropsky vybor pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
Ustfedni sekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel
© 2004 CENELEC VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostfedky
jsou celosvétové vyhrazena ¢lenlim CENELEC.
Ref. ¢. EN 60068--
-58:2004 E
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Predmluva

Text dokumentu 91/447/FDIS, budouciho 3. vydani IEC 60068-2-58, vypracovany v technické komisi
IEC TC 91 Technologie elektronické montaze, byl predlozen IEC-CENELEC k paralelnimu hlasovani a
byl schvalen CENELEC jako EN 60068-2-58 dne 2004-09-01.

Tato evropskd norma nahrazuje EN 60068-2-58:1999.

Tato evropska norma obsahuje v porovnani s EN 60068-2-58:1999 tyto dllezité zmény:



- rozsireni rozsahu platnosti tak, aby obsahoval téz bezolovnaté pajeci slitiny jako doplnék k
eutektickym a témeér eutektickym pajecim slitinam na bazi cin-olovo (podle toho byla zménéna
struktura dokumentu);

- doplnéni definic pajitelnosti a odolnosti SMD proti teplu pfi pajent;

- specifikovani teplotnich profildi po pretaveni pri odolnosti proti teplu pfi pajeni za pouziti
bezolovnaté pajky;

- doplnéni pfilohy C, umoziujici rychly prehled zkuSebnich podminek.
Byla stanovena tato data:

- nejzazsi datum zavedeni EN na narodni Urovni

vydanim identické narodni normy nebo vydanim

oznameni o schvaleni EN k pfimému pouzivani

jako normy narodni (dop) 2005-06-011)

- nejzazsi datum zruSeni narodnich norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2007-09-01Y

Prilohu ZA doplnil CENELEC.
Oznameni o schvalenf{

Text mezinarodni normy IEC 60068-2-58:2004 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez
jakychkoliv modifikaci.

1) NARODNi POZNAMKA Opraveno na zakladé vydani opravy EN 60068-2-58:2004/Cor.:2004-12.
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1 Rozsah platnosti a pfedmét normy

Tato Cast IEC 60068 popisuje zkousku Td, vhodnou pro soucastky pro povrchovou montaz (SMD), urcené
pro montaz na podlozky (substraty). Tato norma poskytuje normalizované postupy pro pdjeci slitiny
obsahujici olovo (Pb) a pro bezolovnaté pajeci slitiny.

Tato norma poskytuje normalizované postupy pro stanoveni pajitelnosti a odolnosti bezolovnatych
pajecich slitin proti teplu pfi pajeni.

Tato norma poskytuje normalizované postupy pro stanoveni pajitelnosti, odolnosti proti rozpousténi
metalizace (viz B.3.3) a odolnosti proti teplu pfi pajeni pajecich slitin, které jsou eutektickymi nebo
témeér eutektickymi slitinami cin-olovo.

Postupy v této normé obsahuji metodu pouzivajici pajeci lazen a metodu pdjeni pretavenim. Metoda
pouzivajici pajkovou lazen je pouzitelna pro SMD pro hromadné pajeni a SMD oznacené pro pajeni
pretavenim, je-li vhodna metoda pro pajeni ponorem. Metoda pajeni pretavenim je vhodna pro SMD
oznacené pro pajeni pretavenim, aby se stanovilo, kdy jsou SMD pro pajeni pfetavenim vhodné a kdy
metoda pajeni ponorem je nevhodna.

Pfedmétem této normy je zajistit, ze pajitelnost vyvodu nebo zakonceni odpovida prislusnym
pozadavkdm na pajeny spoj podle IEC 61191-2, pfi pouziti kazdé z metod, uvedenych v IEC 61760-1.
Déle jsou zkusebni metody uréeny k zajisténi, ze télo soucastky mdze odolat tepelné zatézi, jaké je
soucastka vystavena v pribéhu pajeni.

2 Normativni odkazy

Pro pouzivani tohoto dokumentu jsou nezbytné dale uvedené referencni dokumenty. U datovanych
odkazl plati pouze citované vydani. U nedatovanych odkazd plati posledni vydani referen¢niho
dokumentu (v€etné jakychkoliv zmén).

IEC 60068-1:1988 Zkouseni vlivil prostiedi - Cast 1: Vieobecné a ndvod
(Environmental testing - Part 1: General and guidance)

IEC 60068-2-20:1979 Zkouseni vliv(l prostfedi - Cast 2: Zkoudky - Zkouska T: Pajeni
(Environmental testing - Part 2: Tests - Test T: Soldering)

IEC 60194:1999 Navrh, vyroba a osazovani desek s ploSnymi spoji - Terminy a definice
(Printed board design manufacture and assembly - Terms and definitions)

IEC 60749-20:2002 Polovoditové soucastky - Mechanické a klimatické zkousky - C4st 20: Odolnost v
plastu zapouzdrenych SMD soucastek proti kombinovanému pUlsobeni vihkosti a tepla pri pajeni

(Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 20: Resistance of plastic
encapsulated SMDs to the combined effect of moisture and soldering heat)

IEC 61190-1-1:2002 Pfipojovaci materidly pro elektronickou montaz - Cast 1-1: PoZadavky na péjeci
tavidla pro vysoce kvalitni propojovani v elektronické montazi



(Attachment materials for electronic assemblies - Part 1-1: Requirements for soldering fluxes for high-
quality interconnections in electronics assembly)

IEC 61190-1-2:2002 Pfipojovaci materialy pro elektronickou montaz - Cast 1-2: Pozadavky na péajeci
pasty pro vysoce kvalitni propojovani v elektronické montazi

(Attachment materials for electronic assemblies - Part 1-2: Requirements for solder pastes for high-quality
interconnections in electronics assembly)

IEC 61190-1-3:2002 Pfipojovaci materidly pro elektronickou montaz - Cast 1-3: PoZadavky na péjeci
slitiny pro elektroniku a na tavidlové a beztavidlové tuhé pajky pro pajeni v elektronice

(Attachment materials for electronic assemblies - Part 1-3: Requirements for electronic grade solder
alloys and fluxed and non-fluxed solid solders for electronic soldering applications)

IEC 61191-2:1998 Osazené desky s plodnymi spoji - Cast 2: Dil¢i specifikace - Pozadavky na sestavy
pajené povrchovou montazi

(Printed board assemblies - Part 2: Sectional specification - Requirements for surface mount soldered
assemblies)

IEC 61249-2-7:2002 Materidly pro desky s plodnymi spoji a dalsi propojovaci struktury - Cast 2-7:
Vyztuzené platované a neplatované zakladni materidly - Médi platované laminatové desky z
vrstveného tkaného E-skla, impregnovaného epoxidovou pryskyfici, s definovanou horlavosti (zkouska
vertikalniho hofeni)

(Materials for printed boards and other interconnecting structures - Part 2-7: Reinforced base materials clad
and unclad - Epoxide woven E-glass laminated sheet of defined flammability (vertical burning test), copper-
clad)

Strana 9

IEC 61760-1:1998 Technologie povrchové montéze - C4st 1: Standardni metoda specifikovani sou¢astek
pro povrchovou montaz (SMD)

(Surface mounting technology - Part 1: Standard method for the specification of surface mounting
components (SMDs))

-- Vynechany text --



